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Ungeplanter Stillstand der Produktion — mit voller Vernetzung
per Internet der Dinge und Industrie 4.0 ldsst sich so etwas
frithzeitig erkennen. Wenn in allen Produktionsbereichen
vernetzte Sensoren und Systeme wie sysWORXX eventuelle
auftauchende Probleme registrieren, so kann man gezielt und
frithzeitig darauf reagieren

Ein CMOS-Sensor erlaubt jetzt simultane 2D- Ein Unternehmen hat intensiv an seinen PCB- Miniaturisierung fordert ausgekliigelte Tech-
und 3D-Bildverarbeitung in hoher Qualitit EDA-Tools gearbeitet und bietet Neuversionen nologie fiir PCBs mit hoher Packungsdichte
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Ein kompaktes Messgerit erfasst mit hoher zeitlicher Auflosung winzige
Nanopartikel und fordert so den Personenschutz an Lot-Arbeitspldtzen
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Hocbste
Qualitdtsstandards fiir
Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fir
hochzuverldssige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir lhre
sicherheitskritische Lieferkette!
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www.leiton.de — Die wohl umfangreichste
Online-Kalkulation der Welt

Einfach und bequem Leiterplatten-Hochtechnologie auch
online kalkulieren: Semiflex, Impedanzen, Aluminiumtrager-

Hochfrequenz, Flexplatinen bis mittlere Serign — nattirlich
auch einfacher FR4-Standard — bietet LeitOn transparent,

Leiterplatten-Online-Kalkulation setzt.

und Aluminiumkernleiterplatten, Dickkupferplatinen, Rogers-

glnstig und bequem online an — vieles auch ab 12-Stunden-
Express. Lesen Sie mehr dazu im Heft (Seite 547), wie LeitOn
die Standards voran treibt und neue MaBst&be im Bereich der
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